é_JI 2111/ b SERIA=U SYSTEM ZNAKOWANIA LASERENM

ZNAKOWANIE LASEROWE NA:  SZYBKIE, CZYSTE I TRWALE ZNAKOWANIE

Maszyny do znakowania serii U (U-Series) zapewniajg

o WSZYSTKICH METALACH precyzyjne nieuderzeniowe znakowanie na réznorodnych

materiatach tacznie z metalami i plastikami. Ze wzgledu
o PLASTIKACH na mozliwos¢ znakowania tekstu liniowego i

eliptycznego, kodéw paskowych, dwuwymiarowych J—
« CERAMICE matryc danych, kodéw QR, numeréw seryjnych,

« MATERIALACH MIESZANYCH znakdw graficznych i fotograficznej jakosci grafiki

urzadzenie to swojg wielofunkcyjnoscig jest w
o SILIKONIE stanie zaspokoi¢ prawie wszystkie wymagania

dotyczace znakowania.
o KAMIENIU

TECHNOLOGIA LASEROWA YVO4
Wszystkie urzgdzenia do znakowania RMI
wykorzystuja technologie Nd:YVO4. Technologia ta, w
poréwnaniu z innymi systemami laserowymi ma
szereg istotnych zalet. W porownaniu z laserami  zyAKOWANIE DLA PRZEMYSEU
tradycyjnymi CO2 i Nd:YAG lasery wykorzystujace 75 zenia laserowe typu U- Series sa idealne
technglogle Nd:YVO4 znacznie Iep.lej wykorzystujg 44 uzytku w przemygle gdzie fatwa integracia i BIURKOWE ZNAKOWARKILASEROWE
energle;.. Ozngcza to, ze .urzqdzema I'aserow? RMI iskie koszty utrzymania s Urzadzenie laserowe o
moga osiagnac znakowanie o znaczne] precyzii Pz najaznigisze  dla  otrzymania orecyzyinego znakowania U-
zuzyciu znacznie mniejszej |Io.sm energii. Mnlejsz.e najwyzszej wydajnosci przy jak Series jest ultra-kompakiowym
zuzycie energnlelllmmuje kor?!gczngsc stosowama najkrétszym czasie. Urzadzenie systemem pod klucz”, ktéry
zewnetrznych zrédet er}erg‘u i duzych systemow sterujace diodami lasera zostato pastje naV\;et do niewiélkich
chfod;qcych .co sprawia, ze urzqdz’eme to jest wyposazone w sposéb umozliwiajacy pomieszczer | moze by fatwo
znaczmej mniejsze w stosunku dg porownywalnygh fatwg integracie z wiekszoscia przenoszone do  roznych
systemow. L_asery_ vyykorzyst_ulqce tec_h_nolc_)gle urzadzen w danym $rodowisku obszarow  produkcyjnych
Nd:YVO4 majg mniejszy roztm iar plamki IWyzs28  przemystowym. Urzadzenie to wymaga J'edyni'e standardowego
a?;;zgc k:n”ki:gr:'cyjn;; gniazdka 110V/220V i eliminuje koniecznosé
stosowania poteznych zewnetrznych systemow

urzadzen dzieki czemu sa L "
idealne do wykonywania chtodzacych oraz dodatkowych zrédet energii.

znakowania na powierzchn-

iach odbijajgcych éwiatto  © UsB

takich, jak zfoto, srebro, ® LAN

aluminium i inne metale.

Dzigki technologii Nd:YVO4  Zastosowanie:

dfugos¢ zycia diod e Znakigraficzne

laserowych zostata e Znakowanie produkcyjne

wydfuzona do e Sekwencyjne numery produkcyjne
30,000 e Dwuwymiarowe kody matrycy
godzin! danych

Kody paskowe

LATWE WUZYCIU

e Oprogramowanie typu ,pokaz i kliknij”
e Czerwony laser celujacy

e System,podklucz” - Plug&Play

Lacznos¢ za posrednictwem:
e Port cyfrowy I/O

e Port szeregowy ( RS-232)
Bezpieczenstwo i Kontrola:
e UD

e TAS

Grafika i format plikow:

e Raster&Vector

Rozdzielczos¢ do 1 270 dpi
Obrazy o jakosci fotograficznej
Grafika/logo

Fonty TTF
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SPECYFIKACJATECHNICZNA

= RML

/GLOWICA MARKERA MODEL U-10...10 WAT MODEL U-15...15 WAT \
Zrédto lasera Whbudowana dioda Nd:YVO4 Whbudowana dioda Nd:YVO4
Dtugos¢ fali 1064nm 1064nm
Moc wyjsciowa zrédta lasera CW- Tryb fali ciggtej 10W CW -Tryb fali ciggtej 15W
Energia szczytowa Do 75kW Do 120kW
Szeroko$¢ impulsu wytacznika Q -7ns@10kHz -7ns@10kHz
Rozmiar kropki dla soczewki 100mm/Max obszar znakowania -30pm/2.36x2.36"60x60mm -40um/2.36x2.36"60x60mm

Rozmiar kropki dla soczewki 163mm/Max obszar znakowania
Rozmiar kropki dla soczewki 245mm/Max obszar znakowania
Dla dostepnych soczewek F-Theta (tylna odlegfos¢ ogniskowa)
System chtodzenia

Zakres temperatur eksploatacji*

Zakres wilgotnosci eksploataciji*

Waga

Wymiary df x szer x wys**

URZADZENIE STERUJACE

Zakres temperatur eksploatacji

Zakres wilgotnosci eksploatacii

Zrédto mocy

Zuzycie energii

Waga ( z zestawem kabli )

Wymiary df. x szer. x wys.*
Karty SD& pamig¢ urzadzenia kontrolujgcego LD
Urzadzenie kontrolne LD akceptuje karty pamieci SD.

Pamie¢ wewnetrzna 16Mb pozwala na niezalezne
operacje znakowania.

\

-40pm/3.94x3.94” 100x100mm
-60pm/5.91x5.91” 150x150mm
100,163,254 mm
Termoelektryczny/powietrze
~50-104 °F, ~10- 40 °C

80% nie-skroplona

13,23 Ibs, 6,0 kg

9,05x5,71x8,07” 230x145x205mm+t

~50-104 °F, ~10-40°C

80% nie- skroplona

AC 100-240V, 6A, 50/60Hz

<400W min, 500W max

25,57 Ibs, 11,6kg

17,91x17,52x5,31”, 455x445x135mm

Komputer ( opcjonalnie )
PC notebook lub PC; Windows XP Pro

-50pm/3.94x3.94” 100x100mm
-70pm/5.91x5.91” 150x150mm
100,163,254mm
Termoelektryczny/powietrze
~50-95 °F, ~10-35 °C

80% nie- skroplona

13,23 Ibs, 6,0 kg

9,05x5,71x8,07” 230x145x205mm+t

~50-95 °F, ~10-35 °C

80% nie-skroplona

AC 100-240V, 6A, 50/60Hz

<500W min, 600W max

25,57Ibs, 11.6kg

17,91x17,52x5,31”, 455x445x135mm

Zrédto energii dla notebooka: AC 100-240V, 5A, 50/60 Hz; Dla PC: AC 115/230, 50/60Hz

Oprogramowanie: SymbolWriter-Pro

KARTA POROWNAWCZA TECHNOLOGII ZNAKOWANIA LASEROWEGO

Q«ﬁra .

((S2C7EGOLY Nd:YVO,  Nd:YVO, co, Nd:YAG NEYAG O\
TECHNICZNE (U-10,U-15) (U-5G) (Flash-lamp) (Pompa diodowa)
Dtugosé fali 1064nm 532nm 10,6um 1064nm 1064nm
Moc( W) 10,15 6 10-100 50~100+ 3~20+
Plamka znak. (mikrony) 30-70 20-40 300 50~100+ 3~20+ RMI LASER POLAND
Rozdzielczos¢ (dpi) 846 1270 84 508-254 508-254 .
Wydajnos¢ energii wysoka wysoka Srednia niska Srednia Ireneusz Kaszubowski
Wydajnosé chtodzenia ~ wysoka wysoka $rednia niska wysoka tel. +48 502 612 243
Energia szczytowa wysoka wysoka niska wysoka wysoka info@rmilaser.eu
Koszty operacyjne bardzo niskie bardzo niskie Srednie wysokie niskie http:// il
Przerwy w konserwagji (h) 30 000+ 30 000+ <5000 300-1000 10 000+ p:/www.rmilaser.eu
ZASTOSOWANIE
Metale ° ° ° °
Metale odbijajgce $wiatto ° .
Silikon °
Plastik ° ° ° °
Materiaty mieszane ° ° * dla maksymalnych parametréw wyjsciowych
Ceramika ° ° t bez soczewek F-Theta
** konieczne zachowanie minimum 5 cm wolnej
Guma . ® i ® ® przestrzeni pomiedzy gtowicg markera a urzgdzeniem
Drewno/papier ° sterujacym dla przeptywu powietrza. Dodatkowo powinno
Szkto ° ° sie zachowa¢ odstep co najmniej 10 cm z tytu urzadzenia
o o kontrolnego i gtowicy markera na kable oraz dla

utatwienia czynno$ci konserwacyjnych.
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